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Abstract 


A circuit board arrangement has a nnother board (HP) onto which a daughter board (ZP) is mounted. The mechanical fixing 
of the boards is obtained by inserting lugs (EP) formed on the daughter board into matching apertures on the mother board. 
Connecting tracks on both boards are aligned and, when assembled, are permanently connected following immersion in a 
solder bath. The connecting lugs are separated by minimum distances. 
ADVANTAGE - High contact density. 
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@ Leiterplattenanordnung 

@ In Ourchbruche einer Hauptleiterplatto (HP) wird eine 
Zusatzleiterptatte (ZP) mit Einlotfortsatzen eingesteckt. Die 
Sreite der Durchbruche entspricht der Starke der Zusatilei- 
terplatte (ZP). Nach dem Verloten der Leiterbahnen (LB) ist 
dadurch eine sichere mechanische Verbindung gegeben. Zur 
Erhohung der Kontaktzahl sind Leiterbahnen (LB) durch die 
Durchbruche hindurchmetariisiert. Zur Vermeldung von 
Kurzschlussen und Zinnbrucken im Schwallbad sind die 
Kontakte durch Ausnehmungen (A) in der Hauptleiterplatte 
(HP) vonelnander getrennt. 
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Beschreibung 

Diese Erfindung betrifft eine Leiierplaitenanordnung 
bestehend aus einer Haupileiierplatie mil Durchbrii- 
chen und einer Zusaizleiterplatie, die an mindestens ei- 
ner Seite Einlotforisaize aufweisi. wobei die Breite der 
Durchbruche der Dicke der Einldlfortsatze entsprichi 
und die zu koniaktierenden Leiierbahnen auf der 
Haupileiterplaiie bis an die Kante der Durchbruche und 
auf der Zusaizleiierplatte bis an das Ende der Einl6tfort- 
satze fiihren und die Einldlfortsatze im eingesteckten 
Zustand durch die Hauptleiterplatte hindurchragen. 

Eine derariige Leiierplaitenanordnung zeigen das 
DE-GM 82 13 627 und die DD-PS 1 37 305. Diese An- 
ordnung isi mechanisch siabil und die Leiterplatten kon- 
nen gui miteinander verlotei werdea Die Zahl der auf 
diese Art und Weise zwischen Haupt- und Zusatzleiter- 
platie kontaktierbaren Leiierbahnen isl jedoch verhalt- 
nismaBig gering. 

Hohere Polzahlen (kontaklierbare Leiierbahnen) 
sind durch die Bestuckung der Zusaizleiterplatie mil 
Koniaktstiften nnoglich. Eine derartige L6sung ist bei- 
spielsweise in der DE-OS 39 19 273 gezeigL Die mecha- 
nische Festigkeit ist jedoch geringer und ein Verbiegen 
der Zusatzleiterplatte kann zum Abbrechen der Kon- 
laktstifte fiihren. Beim Austausch der Zusatzteiterplatie 
sind die Koniaktstifte schwierig auszuldten. Dariiber- 
hinaus mussen sie in einem eigenen Arbeitsgang be- 
stiickt werden. 

Weiters offenbart die DE-OS 37 35 455 ein Substrat 
mit elektrischen Bauelennenten, das an den Seitenfla- 
chen Ausnehmungen und VorsprQnge aufweist die mit 
entsprechenden Ausnehmungen und Vorspriingen eines 
anderen Substrates verbindbar sind. Diese DE-OS be- 
schreibt eine parallele Anordnung bzw. eine Anordnung 
zweier Substrate nebeneinander. die jedoch in diesem 
Anwendungsfall unerwunscht ist und im ubrigen diesel- 
ben Nachteile aufweist, die in Zusammenhang mit den 
obengenannten Dokumenten erwahnt wurden. 

Der Erfindung liegi die Aufgabe zugrunde, bei fester 
mechanischer Verbindung der Leiterplatten die m6gh- 
che Koniaktdichte zu erhohen. 

Dies wird gemafi Patentanspruch t dadurch erreicht, 
daB die Durchbriiche zur Herstellung durchkontaktier- 
ler Verbindungen zwischen Haupt- und Zusatzleiter- 
platte durchmetallisiert sind und Kontaklzwischenrau- 
me durch Aussparungen in den Durchbriichen gebildet 
sind. 

Die Aussparungen sorgen dafiir, daB die Leiierbah- 
nen nichtmetallisch getrennt sind und Kurzschlusse 
Oder ZinnbrQcken beim Schwallfiten vermieden werden. 
Der Lotvorgang sorgt auch fur eine feste, ruitelsichere 
Verbindung von Haupt- und Zusatzleiterplatte. Die Zu- 
satzleiierplaiten sind im Ganzen bestuckbar und kon- 
nen auch nach dem Einloten geprQft werden. Es ist eine 
gute Ausldtbarkeit mit Absaugung des Ldtzinns ge- 
wahrteisieL 

Eine weitere ErhOhung der Kontaktdichte wird da- 
durch erreicht. daB die Zusatzleiterplatte doppelseitig 
kupferkaschiert ist und die DurchbrOche beidseitig 
durchmetallisiert sind. Damit ist die Kontaktdichte min- 
destens genauso groB wie bei "single-in-line-ICs" 
(2J54 mm). 

Ein verwechslungssicherer Zusammenbau ist durch 
Codierung realisierbar. Dies erfolgi dadurch, daB der 
gegenseitige Abstand der DurchbrOche und/oder deren 
Lange und/oder die Zahl der jeweils kontaktierten Lei- 
ierbahnen unterschiedlich sind. 
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Die Erfindung wird anhand eines Ausfiihrungsbei- 
spieles und Figuren naher eriautert, Es zeigl 

Fig, 1 eine Leiierplaitenanordnung vor dem Zusam- 
menbau, 

5 Rg. 2 deren Verbindung nach dem Verloten und 

Fig. 3 eine vergroBerte Darstellung der Durchbruche. 
Die Fig. 1 zeigl eine Zusatzleiterplatte ZP mit Leiier- 
bahnen LB und Einldtfortsatzen EF, die mit einer 
Hauptleiterplatte HP verbunden werden soil. Diese ist 

10 doppelseitig kaschiert und ihre Leiierbahnen LB rei- 
chen bis an die Kante von DurchbrQchen D. Die Breiie 
der DurchbrOche D entspricht der StSrke der Zusatzlei- 
terplatte ZP. Im Bereich der LOtstellen sind die Leiier- 
bahnen LB blank. Durch das Einsiecken wird die Zu- 

\5 satzleiierplaiie ZP mit der Hauptleiterplatte HP so ver- 
zahnt, daB die Einl6tfortsatze EF um ca. 1 — L5 mm 
durch die Hauptleiterplatte HP hindurchragen. Das er- 
mdglichi das Verloten der Leiierbahnen LB der Haupt- 
und Zusatzleiterplatte HP, ZP im Schwallbad Durch die 

20 unterschiedliche GrdQe der Durchbruche D sind die 
Leiterplatten codiert und es kann nur die Zusatzleiter- 
platte ZP mil den entsprechend langea im richtigen 
Abstand befindlichen Einloifortsatzen EF in die Haupt- 
leiterplatte HP eingesteckt werden. Dariiberhinaus ist 

25 die Zusatzleiterplatte ZP auch gcgen verdrehtes Ein- 
stecken gesichert. 

Fig, 2 zeigl die verbundene Haupt- und Zusatzleiter- 
platte HP, ZP mit einer Loistelle L. Zur Erhdhung der 
Zahl der Kontaktubergange ist auch die Zusatzleiier- 

30 plane ZP doppelseitig kaschiert. 

Fig. 3 zeigl eine vergroBerte Darstellung von Durch- 
bruchen D mit Leiierbahnen LB, die durch die Durch- 
bruche D hindurchmetailisieri sind. Aussparungen A 
sorgen fOr die nichtmeiallische Trennung bei dieser 

35 Durchkoniaktierung. Die Aussparungen k6nnen durch 
Stanzung, Bohrung, Frasung oder Schnili freigestelli 
werden. Zwei Beispiele sind dargestellt. Kurzschlusse 
und Zinnbrucken im Lotschwallbad werden dadurch si- 
cher vermieden. 

40 

PatentansprQche 

1. Leiterplattenanordnung bestehend aus einer 
Hauptleiterplatte (HP) mit DurchbrQchen (D) und 

45 einer Zusatzleiterplatte (ZP). die an mindestens ei- 
ner Seite Einlotfortsatze (EF) aufweist, wobei die 
Breite der DurchbrOche (D) der Dicke der Einlot- 
fortsatze (EF) entspricht und die zu koniaktieren- 
den Leiierbahnen (LB) auf der Hauptleiterplatte 

so (HP) bis an die Kante der DurchbrOche (D) und auf 
der Zusatzleiterplatte (ZP) bis an das Ende der Ein- 
ldlfortsatze (EF) fOhren und die Einldlfortsatze 
(EF) im eingesteckten Zustand durch die Hauptlei- 
terplatte (HP) hindurchragen, dadurch gekenn- 

55 zeichnet, daB die DurchbrOche (D) zur Herstellung 
durchkontaktierter Verbindungen zwischen 
Haupt- und Zusatzleiterplatte (HP, ZP) durchme- 
tallisiert sind und Kontaktzwischenraume durch 
Aussparungen (A) in den DurchbrOchen (D) gebil- 

60 del sind. 

2. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Zusatzleiterplatte 
(ZP) doppelseitig kupferkaschiert ist und die 
DurchbrOche (D) beidseitig durchmetallisiert sind 

65 3. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1 oder 2. 
dadurch gekennzeichnet, daB der gegenseitige Ab- 
stand der Durchbruche (D) und/oder deren Lange 
und/oder die Zahl der jeweils kontaktierten Leiter- 
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bahnen (LB) unterschiedlich sind. 
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